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■ 2009年3月期 上期（4-9月期）業績は、想定に対し円安に推移したものの
売上高はほぼ期初の想定どおりに留まり、営業利益は黒字を確保したが、
前回想定（7/30）より悪化

■ 2009年3月期 下期および通期の期初予想を下方修正したが、
下期・通期営業黒字化を目指す

エグゼクティブ・サマリエグゼクティブ・サマリ

■ 生産体制再編の加速をはじめとするコスト削減施策を実行
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業績業績サマリ

上期, 9/302Q, 9/301Q, 6/30

1US$=105円
1Euro=163円

36%

0.52倍

△45

△19

△0

12

3,184

3,336

実績

対US$  △15円
対Euro +1円

-

-

△148

+11

△18

△6

△157

△174

前年同期比 前下期比

09/3期

37%

0.51倍

1US$=103円
1Euro=160円

△67

△13

3 

17

1,592

1,663

実績

＋321フリーキャッシュフロー

--D/Eレシオ

--株主資本比率

対US$  △7円
対Euro +2円

+111

+51

△20

△8

△32

実績

1US$=108円
1Euro=166円

△6

△3

△5

1,592

1,673

為替レート

当 期 純 損 益

税 前 損 益

営 業 損 益

半 導 体 売 上

売 上 高

注: 当社は米国会計基準を採用しておりますが、「営業損益」は売上高から売上原価、研究開発費、販売費および一般管理費を差し引いたものです。

（単位：億円）
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1,403

1,600 1,568 1,620 1,581
1,697 1,711

1,608 1,650 1,691 1,637 1,592 1,5921,554

2

-5
30

-12

-58

-165
-70

-23

-98

-38 -22

41

-178

17

1,461

1,668 1,627
1,703

1,652
1,778 1,779

1,714 1,736 1,774
1,708

1,660 1,663 1,673

-2%

-10%

-1%

2% 2%

0%
1%

-3%

-1% -0%

-10%

-4%

-1%

-7%

四半期別業績推移

（億円）

半導体売上

売上高

注: 当社は米国会計基準を採用しておりますが、「営業損益」は売上高から売上原価、研究開発費、販売費および一般管理費を差し引いたものです。

営業損益

売上高
営業利益率

技術資産
一括処理

体質改善関連
一時費用

06/3期 07/3期 08/3期

1Q 2Q        3Q         4Q

09/3期

1Q 2Q        3Q         4Q 1Q 2Q        3Q         4Q 1Q 2Q
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513 496

446 451

633 645

第２四半期（7－9月期） 半導体売上高（製品群別）

581
496

461

451

649

645

09/3期 第1四半期 09/3期 第2四半期08/3期 第2四半期 09/3期 第2四半期

YoY ▲6% QoQ +0%

SoC △1%

MCU △2%

個別半導体 △15%

SoC ＋2%
＋） ブルーレイディスク向けLSI増収

MCU ＋1%
＋） 汎用マイコン増収
－） 自動車マイコン減収

個別半導体 △3%
－） 全般的に減収

約210 約180
表示ドライバ
（内数）

表示ドライバ
（内数）

1,592 1,592

1,691

1,592

約170 約170

（1$=120円） （1$=108円） （1$=103円） （1$=108円）

為替による売上減
約▲55億円

為替による押し上げ効果
約+20億円

(単位：億円) (単位：億円)
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(単位：億円)

営業
損益

半導体
売上高

第2四半期（7－9月期）営業損益の主な増減要因

1,691

1,592 1,592

YoY QoQ
(単位：億円)

17

営業
損益

半導体
売上高

GP減
△33億円

注 GP : 粗利益 、 R&D；研究開発費 、SG&A：販売費および一般管理費

R&D増
△38億円

09/3期 第1四半期 09/3期 第2四半期08/3期 第2四半期 09/3期 第2四半期

1,592

（1$=120円） （1$=108円） （1$=103円） （1$=108円）

為替による売上減
約▲55億円

為替による押し上げ効果
約+20億円

△5

R&D増△19億円

SG&A増 △14億円

41
SG&A減 +6億円

GP増 +30億円

△5

-）費用発生時期のずれ（1Ｑ→2Ｑ）
-）戦略製品の開発費増

-） 戦略製品の開発費増

-）売上減（為替影響含む）

+）償却費減

+）原価低減効果
+）工場稼動増（89%→91%）

-）償却費増
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バランスシート

36%37%38%株主資本比率

6,2206,1636,879負債、少数株主持分および資本合計

525253少数株主持分

0.51倍

2,271

3,840

1,593

1,166

1,081

6,163

195

2,592

758

964

1,655

08/3

0.52倍0.51倍D/Eレシオ（グロス）

2,2482,611株主資本

3,9204,216負債

1,6291,579その他の負債

1,1711,329社債および借入金

1,1191,308支払手形および買掛金

6,2206,879総資産

297336その他の資産

2,5702,825有形固定資産

820802たな卸資産

9531,003受取手形および売掛金

1,5801,914現金および現金同等物

08/907/9(単位：億円)
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キャッシュ・フロー

△67

△109

42

1Q

21

△125

146

2Q

103

△188

291

上期

△45

△234

188

上期

09/3期

フリー･キャッシュ･フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー

08/3期

(単位：億円)
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Ⅰ．2009年3月期 第2四半期 業績概要

Ⅱ．2009年3月期 通期業績見通し
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年間

△15円145円160円△15円145円160円+3円163円160円161円1Euro=

100円

0

40

100

6,500

6,850

期初予想
5月14日

時点

105円

△約60

△約40

0

約3,100

約3,300

今回予想
10月21日

時点

下期

+5円

+1

△0

△18

△16

△14

差異

100円

△20

0

30

3,200

3,350

期初予想
5月14日

時点

09/3期

+5円100円

20

40

70

3,300

3,500

期初予想
5月14日

時点

年間上期

△80

△40

10

6,300

6,600

今回予想
10月21日

時点

105円

△80

△80

116円

△160

△33

51

6,533

6,877

実績

08/3期

差異実績

+5円

△約80

△約80

△約70

△約200

△約200

105円1US$=

△2003,184半導体売上

△19

△0

12

3,336

為替レート

当期純損益

税前損益

△90営業損益

△250売 上 高

差異

(単位：億円)

09/3期 業績予想

注1:当社は米国会計基準を採用しておりますが、「営業損益」は売上高から売上原価、研究開発費、販売費および一般管理費を差し引いたものです
注2:予想値は2008年10月21日現在

下期・通期営業黒字化を目指す下期・通期営業黒字化を目指す
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半導体受注高の推移

4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

受注 （3ｹ月移動平均）

ＬＣＤドライバや汎用
製品が全般的に弱
含み、自動車も減速
が鮮明化

ブルーレイディスク機
器向けＬＳＩなど先端
製品は堅調

2008年3月期

08/3期平均

2009年3月期

（為替は便宜上受注月の当社売上計上レートを適用）
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1,009

897

1,278

（億円）

表示ドライバ
（内数）

△3%

プラス
一桁前半
パーセント

マイナス
一桁半ば
パーセント

マイナス
一桁後半
パーセント

3,184

個別半導体

ＳｏＣ製品

ＭＣＵ製品

下期 半導体売上高見込み （前期比較）

個別半導体

－） 分野全般的に減収

MCU製品

－） 自動車向け・汎用とも売上減

SoC製品

＋） デジタルAV機器向け“EMMA”

－） 一部ASIC製品で減収

主な変化要因約3,100

ＨoＨＨoＨ

09/3期 上期 09/3期 下期

（1$=105円） （1$=105円）

約170
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半導体売上高

3,184

約3,100

0

下期営業損益の主な増減要因

(単位：億円)

HoH

09/3期 上期 09/3期 下期

（1$=105円） （1$=105円）

売上減および
稼動減による

GP減

△約60億円+約80億円

コスト削減
施策

12

営業損益

償却費増

△約30億円

+）生産体制再編の加速
+）その他の生産固定費削減
+）資材調達コスト削減
+）研究開発費効率化

注 GP : 粗利益
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生産体制再編の加速

– 山形8インチライン 08年11月閉鎖
（従来は08年12月閉鎖の予定）

– 相模原300ミリライン 08年12月閉鎖
（従来は09年3月閉鎖の予定）

経営効率の改善

– その他の生産関連含む固定費削減

– 資材調達コストの更なる削減

– 研究開発費の効率化

下期営業黒字化に向けた主な施策

生産体制再編の加速をはじめとするコスト削減施策を実施生産体制再編の加速をはじめとするコスト削減施策を実施

上期比で約80億円のコスト削減効果を図る
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427 420 417 410

577
546 567

540

367 384 330 360

166 168
175

175

主な営業費用と設備投資の推移

研究開発費 販管費

設備投資額 償却費 ＋ リース料

272 289 280 320

08/3上期 08/3下期 09/3上期 09/3下期

(億円) (億円)

償却費・リース料は、原価・研究開発費・販売管理費に含まれます
償却費はキャッシュフロー表ベース

償却費

リース料

有形のみ

09/3期 約1110億円

08/3上期 08/3下期 09/3上期 09/3下期

08/3上期 08/3下期 09/3上期 09/3下期

09/3期 約1040億円09/3期 約600億円

08/3上期 08/3下期 09/3上期 09/3下期

09/3期 約830億円
1,000

0

1,000

0

(億円)

1,000

0

(億円)

1,000

0

09/3下期に山形300ミリライン
への投資集中化

※最新（10/29現在)の業績見通しの前提となる営業費用および設備投資額
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本日のまとめ

事業環境の悪化に伴い、09/3期下期・通期の
業績見通しを修正

業績目標は引き下げるものの、追加的なコスト削減施策
を実行し、下期・通期での営業黒字化を目指す

■ 事業環境が更に悪化することを想定し、より一層の

コスト削減施策を検討中
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（将来予測に関する注意）

本資料に記載されている当社および連結子会社（以下NECエレクトロニクスと総称します。）の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リ
スクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願
います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、（１）NECエレクトロニクスの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、
（２）市場におけるNECエレクトロニクスの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、（３）激しい競争にさらされた市場において
NECエレクトロニクスが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、（４）為替レート（特に米ドルと円との為替
レート）の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等
により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。
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1. ビジネスハイライト

参考参考

2. 分野別売上高推移

先端プロセス開発での協業

注力製品の進捗
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参考：ビジネスハイライト

注力ビジネス 進捗状況注力ビジネス 進捗状況

DRAM混載LSI

採用アプリケーションの拡大 （デジタルAV、携帯電話、通信機器、車載向け等）
商談件数の着実な増加と顧客の拡大

EMMA (Enhanced Multi-Media Architecture)

ブルーレイ関連の新規商談拡大中
デジタルTV向けEMMA商談の拡大

最先端プロセス開発での協業最先端プロセス開発での協業

ＩＢＭと３２ナノメートル以降の最先端プロセス
開発で協業 （2008年9月17日発表）

世界的なプロセス・ＩＰコア共通化の動きに参加
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324 319 301 298

249 219 203 210

277 290 292 298

345 353
321

295
326 301

271 300 306

171
156

170 164

317 286

226 231

274 288

330 317 319

207 163

（単位:億円）

参考 ： 分野別 半導体売上高

通信機器

コンピュータ
周辺機器

民生機器

自動車・
産業機器

多目的多用途

ディスクリート・
光・マイクロ波

08/3期 09/3期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

1,650
1,691

1,637

1,554
1,592 1,592


